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BIZON’
EINPRESS
TECHNIK

Smarte, leistungsstarke und
zuverlassige Verbindungsldsung

ALACsystems bietet mit der BIZON® Einpresstechnologie eine
innovative |6tfreie Verbindungstechnik fiir die Anforderungen
der Automobilzuliefererindustrie und der Industrieelektronik.
Die Einpresstechnik ist eine |I6tfreie elektromechanische Verbin-
dungsmethode, bei der elastisch verformbare oder massive
Stifte mit Hilfe eines Einpresswerkzeuges in metallisierte Leiter-
plattenlocher eingepresst werden.

An den Beriihrungsstellen zwischen dem Einpressbereich der
Stifte und der metallisierten Lochwandung entsteht somit eine
dauerhafte gasdichte Verbindung.

Das wesentliche Merkmal ist dabei, dass die Diagonale des
Stiftquerschnitts grof3er ist als der Durchmesser der Kupferhiilse
in der Leiterplatte.

BIZONE® - Konstruktive Freiheit, freie
Werkstoffwahl, anpassungsfahig

Der BIZON®-Kontakt als elastischer Kontakt bietet groBtmaog-
lichen Querschnitt in einem Leiterplattenloch mit Uberra-
genden Kontakteigenschaften. Dadurch ist es mdglich, mit
Standardleiterplatten mehrere Hundert Ampere zu beherr-
schen. Gerade bei Kfz-Anwendungen ist dies ein bedeutender
Preisvorteil.

Der Kontakt ist in jeder Grof3e und Blechdicke bei freier Material-
wahl zu fertigen.

Einmalig ist, dass mit der gleichen Fertigungstechnik sowohl ein
nicht I6sbarer Einpresskontakt als auch ein I6sbarer Steckkon-
takt hergestellt werden kann.

Unser Portfolio: Kundenspezifische,
passgenaue Steckerverbindungen
und stromfiihrende Verbindungen

Gestanzte Kontakte - umspritzt oder einzeln eingepresst

Messerleisten mit unterschiedlichen Pins besttickte Leiter-
plattensteckverbinder - gerade, abgewinkelt, abgedichtet

Leiterplattensteckverbinder mit verschiedenen Abstanden
und unterschiedlichen Polzahlen

Umspritzte Gehdause/Hybridbauteile fiir besonderen Schutz
vor z.B. Flissigkeiten, Gasen o.a.

Stiftleisten - Stiftkontakte verbunden mit einem einfachen
Isolierkorper

Hochstrom-Busbars fiir die Stromeinspeisung in die Leiterplatte

Vorteile

Zuverlassigkeit (bis zu 30 Mal zuverlassiger als eine
SMT-Létstelle)

Platzersparnis und optimale Bauraumausnutzung

Kostenvorteile im Verarbeitungsprozess

Vereinfachung im Verarbeitungsprozess

Materialvertraglichkeit: Kompatibilitat mit
Automotive-Vorschriften (z.B. IMDS, REACH, RoHS)

Elektrische und mechanisch
Eigenschaften

Hohe Stromtragfdhigkeit bei minimalem P

Vier Kontaktpunkte durch quadratischen

Blechdicken von 0,2mm bis 2mm madglich

Niedrige Einpresskraft
Hohe Haltekrafte durch Kaltverschweif3!
Demontage durch mechanisches Ausp




Kraftverteilung und -richtung
in die Leiterplatte
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BIZON Wettbewerb

Vier symmetrisch verteilte, weit auseinanderliegende und defi-
nierte Kontaktflachen bedeuten berechenbaren Kontaktdruck
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Qualifizierung

In der Phase der Produktentwicklung spezifizieren wir die
wesentlichen Einflussparameter wie Grundmaterial, Einpress-
zonengeometrie und Oberflaichenbeschichtung und tGberwa-
chen diese anschlieBend in der Serienfertigung.

Im Priiflabor kénnen die wesentlichen Kennwerte nach DIN EN
60352-5 gepriift und validiert werden. Hierfiir stehen die
erforderlichen Prif- und Messmittel zur Verfligung. Fir die
Prifung werden Testleiterplatten oder auf Wunsch auch lhre
Serienleiterplatten verwendet.

Vier gleiche radiale Kontaktkrafte ergeben gute Selbstzentrier-
ung und symmetrische Abstlitzung - der Kontakt passt sich
dem Loch an

Kein Drehmoment, keine Tangentialbewegung und kein
Knicken bei Mindest-Loch

Flachige Kraftverteilung bedeutet keine Summierung und
keine Dehnung der Leiterplatte

Fir SMD-Elemente in der Nahe besteht keine Gefahr

Blech(Band)dicke und Lochtabelle

Sicht- und MaBprifung

Einpress- und Ausdrickkraft

Schliffbilderstellung und -auswertung

Durchgangswiderstand

Rascher Temperaturwechsel (Temperaturschock)

Klimafolge (trockene Warme, Kalte & feuchte Warme, zyklisch)

Whiskerpriifung
Atztechniken

Blechdicke Pin-MaRe Endloch PCB  stanztechnisch DIN EN IEC 60352-5
kleinstes Raster Hella-Norm, Siemens-Norm, ZF-Norm
0,2 02 x0,24 03 -038 0,81
0,4 04 x0,5 0,55 -0,65 1,3
(9] 0,6 x0,6 08 -09 1,2
0,64 0,64 x 0,64 09 -1,0 1,3
0,64 (1) 0,64 x0,8 10 -11 1,45
0,8 0,8 x0,8 1,05-1,15 1,6
0,80 08 x1,2 1,40 - 1,55 2,0
1,2 1,2 x1,2 1,52 -1,67 2,4
1,2 12 x15 1,9 -2,05 D7
| 1,5 1,5 x1,5 1,9 -2,05 3.0 ALAC GmbH ist zertifiziert nach: REACH
2,0 20 x20 2,7 4,0

chmesser angepasst.
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Serienfertigung nach: IATF 16949 COWPLANCE |
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Ihr zuverlassiger Partner fur

ENTWICKLUNG
"FERTIGUNG

Vom Konzept bis zur Serie alles aus einer Hand.

| Kundenspezifische Steckverbinder

| Konfektionierte Kabelbdume

| Umspritzte Gehiuse / Hybridbauteile
| Elektronische Baugruppen

| Wickelgiiter und Magnetics

| - ALAC GmbH
In der Welsmicke 5

n SYys tems 57399 Kirchhundem

. +49(0)2764-932-0
X info@alacsystems.de

® www.alacsystems.de



